[image: C:\Users\Administrator\Desktop\logo.pnglogo]

                校招在即
 职为等你


浙江拓感科技有限公司
2023届校招计划书
汇聚英才 成就梦想


【公司介绍】
浙江拓感科技有限公司是由杭州海康威视联合国家级人才计划特聘专家归国博士以及多位半导体芯片专家等共同发起，面向新一代化合物半导体芯片制造的高技术企业。

【招聘对象】
2023届海内外硕博以上应届毕业生

【薪酬福利】
薪资构成：薪酬由基本工资+绩效奖金+各类补贴
公司福利：每年一次员工体检、五险一金、节日补贴、生日礼金、员工食堂

【招聘岗位】
岗位名称
岗位职责
岗位要求
需求人数



镀膜研发工程师
1. 负责本岗位PVD、CVD等镀膜类机台和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
2. 保障本岗位镀膜机台和作业空间的正常运转，持续开展工艺过程优化，确保岗位产出满足公司项目进度要求；
3. 开展理论及工程类学习，进行新膜系设计、生长实施和质量评价，保持技术迭代更新；
4. 编写镀膜工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督，协助提高生产工艺良率和稳定性。
1.半导体相关专业，微电子、物理、光电子技术或材料等专业硕士及以上学历；
2.熟悉CVD或者PVD工艺制造流程，了解镀膜工艺设备，具有较强的动手能力；
3.具有较强的试验设计和数据分析能力；
4. 具备团队合作精神。 
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湿法研发工程师
 1. 负责本岗位各类机台和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
 2. 保障本岗位作业区机台和空间的正常运转，持续甄别并改进作业现场安全隐患； 
3. 开展理论及工程类学习，持续优化清洗、腐蚀、剥离等工艺过程，确保岗位产出满足公司项目进度要求； 
4. 编写湿法工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督，协助提高生产工艺良率和稳定性。
1. 硕士及以上学历，半导体、微电子、物理、材料或相关理工科专业 
2. 具有较强的动手能力；
 3. 有钻研精神，具有良好的团队合作精神。
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光刻研发工程师
1.负责本岗位光刻、匀胶等机台和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
2.保障本岗位机台和作业空间的正常运转，持续开展工艺过程优化，确保岗位产出满足公司项目进度要求；
3. 开展理论及工程类学习，根据项目要求进行光刻板的设计和验证，开展光刻胶、极限线宽、特殊图形等光刻工艺优化和质量评价，保持技术迭代更新；
4. 编写光刻工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督，协助提高生产工艺良率和稳定性。
1.半导体相关专业，微电子、物理、光电子技术或材料等专业硕士及以上学历；
2.熟悉光刻工艺制造流程，了解光刻工艺设备，具有较强的动手能力；
3.具有较强的试验设计和数据分析能力；
4. 熟练使用光刻版制作软件，能够根据要求绘制光刻板，应届生则需专业知识过硬，基础扎实，实践能力强；
5. 具备团队合作精神。
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北京稻壳科技有限公司
BEIJING RICE HULL TECHNOLOGY


岗位名称
岗位职责
岗位要求
需求人数





刻蚀研发工程师
1. 负责本岗位ICP、RIE等刻蚀类机台和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
2. 保障本岗位刻蚀机台和作业空间的正常运转，持续开展工艺过程优化，确保岗位产出满足公司项目进度要求；
3. 开展理论及工程类学习，完成项目相关的各种材料、各种图形结构对刻蚀工艺的新需求，保持技术迭代更新；
4. 编写刻蚀工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督，协助提高生产工艺良率和稳定性。
1. 硕士及以上学历，半导体、微电子、物理、材料或相关理工科专业 
2. 熟悉干法刻蚀相关工艺设备和材料，应届生则需专业知识过硬，基础扎实，实践能力强；
 3. 有钻研精神，具有良好的团队合作精神。
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芯片后道研发工程师
1. 负责本岗位划裂片、倒装焊、填胶、减薄和抛光等后道工艺机台和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
2. 保障本岗位机台和作业空间的正常运转，持续开展工艺过程优化，确保岗位产出满足公司项目进度要求； 
3. 开展理论及工程类学习，完成各种阵列规模探测器对后道工艺的新需求，保持技术迭代更新；
4. 编写后道工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督，协助提高生产工艺良率和稳定性。
1.半导体相关专业，微电子、物理、光电子技术或材料等专业硕士及以上学历；
2.熟悉光刻工艺制造流程，了解光刻工艺设备，应届生则需专业知识过硬，基础扎实，时间能力强；具有较强的动手能力；
3.具有较强的试验设计和数据分析能力；
4. 有钻研精神，具有良好的团队合作精神。
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芯片工艺整合工程师
1.熟悉芯片前后道全流程工艺核心要点，明晰工艺控制节点并制定工艺检验准出机制；
2.第一时间处理生产工艺异常和失效分析，优化工艺流程，实现产线产出最大化；
3.完善各工艺实施和测试表征相关标准化文件，对生产人员进行培训和现场指导，提高生产效率，并根据产线反馈及时更新作业指导书；
4.定期开展工艺质量考核和检验，按时达成公司制定的良率和产量等指标。

1.硕士以上学历，熟练掌握Ⅲ/Ⅴ族半导体红外探测器芯片的原理、设计、工艺流程,应届生则需专业知识过硬，基础扎实，实践能力强；
2.具备半导体红外探测器基本知识，应届生需有较强的学习精神；
3.熟悉光刻、清洗、刻蚀、镀膜、溅射等各种光芯片工艺，应届生则需专业知识过硬，基础扎实，实践能力强；
4.熟悉光电器件外延/芯片/器件封装工艺流程者优先，应届生需有较强的学习精神；
4.具有优良沟通、协调及计划能力；
5.具备熟练的英语读写能力。
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封装工程师
1. 开展理论及工程类学习，完成各种阵列规模探测器杜瓦结构设计、热辐射和结构应力仿真，高标准输出各种设计图稿，并制定可靠性验证方案并实施验证；
2. 负责本岗位各类探测器封装机台和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
3. 保障本岗位机台和作业空间的正常运转，持续开展工艺过程优化，确保岗位产出满足公司项目进度要求；
4. 持续优化粘接、键合、焊接和排气等封装工艺的新需求，保持技术迭代更新；
5.编写封装工艺实施和测试表征相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督，协助提高生产工艺良率和稳定性。
1. 硕士及以上学历，材料、微电子、化学、机械设计及自动化、材料加工与成型等相关专业；
2. 应届生熟悉或学习过CAD软件，有较强的学习精神；
3. 有钻研精神，具有良好的团队合作精神；
4. 应届生专业知识过硬，基础扎实，实践能力强。
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测试工程师
1. 负责探测器读出电路、芯片与制冷组件等性能测试工作，分析整理测试数据，识别测试异常缘由，准确评价探测器性能指标；
2. 参与新品需求分析，根据立项要求负责测试计划制定，编写产品室内和室外测试用例和测试大纲，搭建测试环境，确保测试活动的顺利开展；
3. 负责本岗位各类设备和耗材调研选型，输出选型技术指标，协作完成采购、安装调试与验收；
4. 保障本岗位设备和作业空间的正常运转，持续开展测试流程优化，提高生产测试效率，确保岗位产出满足公司项目进度要求；
5.编写测试工艺实施相关工艺标准化文件，对生产员工进行培训监督。
1. 半导体相关专业，微电子.物理.光电子技术或材料等专业硕士及以上学历，熟练掌握光电探测器的工作原理以及测试方法；
2. 精通测试流程和测试用例设计方法，熟练掌握软件测试方法，做好质量把控；
3. 熟悉Java/Python中的一种语言，并能独立开发自动化测试脚本，具有较强的试验设计和数据分析能力；
4. 具有较好的Linux基础和数据库(Mysql)知识；
5. 能主动进行技术钻研，对产品、流程提出持续性改进意见;
6. 对工作积极认真负责，有较强的沟通协调能力、分析和解决问题能力。
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机械工程师
1.根据工作需求进行机械零部件设计绘图，完成结构设计、模拟分析等工作。
2.负责协调精密零件的加工制造，保证相关零部件质量与项目进度，承担关键部件的自研优化工作。
3.负责制冷机的装配、调试和可靠性验证工作，解决设计、生产、装配过程中的技术问题，完成相应装配和测试机台的日常维护保养。
4.负责整理和撰写相关技术文档、技术标准，协助制定工艺文档，调试文件。
1.硕士及以上学历，低温技术、机械工程、机电工程、自动化等专业，愿意从事精密机械设计开发、零部件加工及装配工艺岗位，有持续钻研学习的热情；
2.精通CAD、Solidworks、ProE等制图软件，熟悉Ansys、COMSOL等常用仿真软件，具有结构设计和零件装配经验者优先，应届生则需专业知识过硬，基础扎实，实践能力强；
3.精通机电控制原理，以及常用机械材料选型和精密零件加工工艺者优先，应届生需有较强的学习精神；
4.具备较强的团队协作能力、沟通能力、责任意识及上进心。
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【联系我们】
浙江拓感科技有限公司
公司地址：浙江嘉兴海宁市谷水路306号A18
投递邮箱：wangkp@truesensor.cn
电话15228989976(微信同号）
邮件请标明：姓名-学历-学校-专业-应聘岗位。











































[image: 微信图片_20220802091127] 
扫描二维码投递简历

[image: 微信图片_20220802091405]
扫描关注订阅号

























	
image1.png




image2.jpeg




image3.jpeg




